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Leiterbild Létstopplack und Servicedruck — WORTH ELEKTRONIK

Lotstoppmaske
LOtStoppmaSKe Freistellung Leiterbahnabdeckung
AuBenlagen
Abstand Pad-Leiterbahn Leiterbahn- > 50 pm 50 pm
Abstand Pad-Pad | Pad-o . . abdeckung

< Leiterbahnbreite . Lotstoppmasken-

End-g Abstand Leiterbahn-Leiterbahn " Lotstoppmaskensteg freistellung

Lotfsto_p{)rﬂasken PE

. - -freisteliung elreranstan ) )

Anmerkungen Blind Via: >70 pm Siehe Tabelle Seite 2

= Aspect Ratio 1:0,8

= Enddurchmesser > 0,15 mm
unter Beachtung des Aspect Ratio

= | agenaufbauten werden je nach Layout
erstellt (Standardaufbauten nicht giiltig)

Informationen zur Schichtdicke

unseres Lotstopplacks

o i Schichtdicke auf Schichtdicke auf
= Blind Vias bitte als separate Lage in den Basismaterial Leiterziigen
Daten mitliefern 2045 (005

mL{R o q = m E m
= Mdgliche Oberflachen: chemisch W "
Ni/Au und chemisch Sn Schichtdicke an Leiterkanten
! >5um
1
Pad-g¢ Abstand Leiterbahn-Leiterbahn ' '
Leiterbahnbreite
Mg Abstand Pad-Leiterbahn
Abstand Pad-Pad : :
Innenl agen Lotstoppmaskensteg Designparameter Servicedruck

Lotstoppmaskenfreistellung Kupferhihe | Kupferhohe
— le—— <80 pm >80 pm
Strichstarke >100 pm >100 pym
M 18 pm 35 um 70 ym 105 pm .

AuBenlagen/Innenlagen Abstinde Endkupfor Endkupfer Endkupfer Endkupfer Schrifthohe 1,00 mm 1,50 mm

Leiterbahn-Leiterbahn min. 85 pm’ min. 100 ym min. 192 ym min. 250 ym If\sb;taol;g::; >100 pm >100 pym
Pad-Leiterbahn min. 85 pm’ min. 100 pm min. 192 ym min. 250 um
Pad-Pad min. 85 pm’ min. 100 ym min. 192 ym min. 250 ym
Leiterbahnbreite min. 85 pm’ min. 100 ym min. 192 ym min. 250 ym

" Bitte beachten Sie, dass ein Endkupfer von 18 pm nur in Verbindung mit Atztechnik, also ohne galvanische Metallisierung, moglich ist.

Durchgehende Vias®

] ~ Kupferfreistellung Lotstoppmasken-
Pad-0 Bohrer End-0 Toleranz Innenlagen freistellung
0,60 mm 0,40 mm 0,25 mm > 0,80 mm > 0,40 mm
0,55 mm 0,35 mm 0,20 mm +0,10/-0,05 mm >0,75mm > 0,35 mm
0,50 mm 0,30 mm 0,15 mm > 0,70 mm > 0,45 mm
0,45 mm 0,25 mm 0,10 mm > 0,65 mm > 0,40 mm

" Bitte beachten Sie, dass ein Restring von 100 pm nur bei max. 35 ym Endkupfer und bis zu 12 Lagen méglich ist.
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Kantenmetallisierung o5
Definition Goldstecker und Plugged Vias wu%ﬂmomx

Grundsatzlich: Die Steckerzungen miissen immer auf einer Linie
sitzen (kein Versatz nach hinten).

Anfasen Galvanisch Gold Kantenmetallisierung Plugged Vias
Sie konnen zwischen 20° PCl und 45° ISA wéhlen. Dabei wird immer Galvanisch Gold fertigen wir gerne in Kombination mit Steckerzungen. Die Kantenmetallisierung (Sideplating) bieten wir lhnen flr die Plugged Via (Durchsteigerzudruck) nach IPC 4761 Typ lll-a
Top und Bottom angefast. Ein vollfldchiges Aufbringen ist nicht mdglich. auBenliegenden Kanten Ihrer Leiterplatten an. Fir eine fehlerfreie

Produktion bitten wir Sie die Designparameter zu beachten:

Hinweis: Die Tiefe der Fase orientiert sich an der Dicke der Leiterplatte.

Die Tiefe bei 20° PCI und 45° ISA gilt fiir eine Materialdicke von In Ihren Layout-Daten muss die zu metallisierende Leiterplattenkante Enddurchmesser Plugged Via Maske beﬁ:ﬁ]ﬁ-&aﬁg&;ghe
1,55 mm. mit 500 pm dberstehendem Kupfer gekennzeichnet werden. AuBerdem <015 mm 0,40 mm 0,15 mm
muss eine Anbindung von min. 300 pm definiert werden. <0.25mm 0,50 mm 0,15 mm
o . 0,30 mm - 0,55 mm End-0 + 0,35 mm 0,175 mm
ngen, Q|e nicht angebgnden sein sollen,lsollen an der AuBenkontur < 0,65 mm End-0 + 0.45 mm 045 mm
PCI 20° Im Detail \h__/ gine Freistellung von min. 800 um aufweisen.
20°

e

s T Leiterplattenkante

]
& . m|
mmmmmummmmmnmumm M -
/ = +0.13
! . S 29 0.25 -0.254
mind. 1,27 mm Abstand von Steckerzunge zu Steckerzunge .
o0
—
==
ISA 45° et e Im Detail
..... Leiterplatte
Steckerzungen Muster (sta
' uster (starre ' I . )
. . Vi den im Létstopplack freigestellt
mind. 2,54 mm Abstand von Steckerzunge zu Steckerzunge Leiterplatten) 145 WTCEN I LOISIoppiack immer e1geste
45 Tiefe der Fase:
IeTe der rase: HDI Microvia Laservias konnen mit Lotstopplack iiberdruckt werden
S | {{{{(LLLLLLECLCCELLLLLLLE LT — \ 0,5 mm (ie nach Vorgabe)
0,5 mm
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HDI Microvia Standard Design Rules WURTH ELEKTRONIK

Layout AuBenlagen
Mi . Microvia Pad & min. 350 pm )
|c_rowa End- & n!lllr‘:l I;gg um Abstand Pad / Leiterbahn > 100 pm
Aspect Ratio = 1 ._ 0.8 @125 um gg:lie%ed?nktnkum Lefterbabrelte > 100 um
(Durchmesser / Tiefe) End- @ 100/250 pm
! 4 Abstand Leiterbahn / Leiterbahn
> 100 pm
Dicke Dielectrikum
58 — 70 ym (Lagen 1-2)
! | |
Achtung: I |
= | agenaufbauten nicht frei wahlbar : | |
= AuBen- und Innenlagen 35pm It. IPC Klasse 2 * * i

= | eiterbahnbreiten und Abstande siehe Spezifikation WEdirekt

T

(siehe www.wedirekt.de)
= Microvias werden nicht verfiillt Kern Buried Kerm > 100 um
= Microviapads werden immer auf 350 um abgeéndert e V'_a S T
= Min. Pitch Abstand 750 pm Prepreg ! =
= Aspect Ratio bei Buried Vias 1:10 (Verhaltnis Lochtiefe zu o el
Bohrdurchmesser) e e ﬂ‘ S S o %

= Buried Vias miissen als separate Bohrdatei angeliefert werden

—
.
.
b e — m— m— m—  —  S—  —  m— f —  m—  S—  —

., Leiterbahnbreite 100 / 125 pm

Lotstopplackfreistellung 50 - 65 pm

m ]

|
1
|
|
BGA 0.75 mm Pitch |
|
|
|

BGA Pad @ 350 pun

Abstand Leiterbahn / Leiterbahn > 100 pym
Innenlagen

Leiterbahnbreite Innenlagen > 100 pym
<€»| Abstand Pad / Leiterbahn = 100 ym Innenlagen

@

End- & 100/250 ym

Via Pad
< min. 450 um

T

cii2
® 60 9

0.75 mm Pitch
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Designregeln Designregeln = -
Starrflex 1F-xRi Flex xF und TWINflex® xF — Ri #m?ﬁ

Anwendung nach IPC 2223 Use A: Flex-to-install Anwendung nach IPC 2223 Use A: Flex-to-install
UL-Kennzeichnung nach UL94 und UL796 maglich Ohne UL-Kennzeichnung

Querschnitt: 1F - 3Ri

A
F =Flex Ri = rigid (starr)
B
) ‘ |4_,{ | TOP = Flexlage

Querschnitt: 2F - Ri
F=Flex Ri=rigid (starr)

-
4 EE mEm H ) . .
optional mechanische
M BOTTOM Verstarkung, geklebt Bottom
C D
G G Draufsicht: 1F - xRi
L Grundlegende Hinweise: Besonderheiten bei Flex und
Legende TWINflex® Leiterplatten im
(o) m Bitte beachten Sie allgemeine Standards Symbol Beschreibung Standard Anforderung Liefernutzen:
— wie IPC oder IEC. A Minimum Via/Pad Durchmesser Via Durchmesser B + 400 pm
— = Lift-Off Bereiche — Achtung: KEIN B Via Durchmesser > 250 ym = Der Abstand zwischen den Einzel-Leiter-
— Kupferlayout unter dem Flex und KEINE Leiterbahnbreite > 85 um platten im Liefernutzen muss > 8,00 mm
Vias erlaubt! Leiterbahnabstand >85m betragen.
m Starrflexible Leiterplatten miissen vor dem Abstand Kupfer zu Kontur >300 um = Ein umlaufender Rand von > 7,50 mm ist
K ¢ Bestiicken getrocknet werden. Anzahl () Kupferlagen (xF) 1-2 zwingend notwendig.
F m Fir das Trocknen sind Kupferdffnungen in Kupferdicke: siehe Lagenaufbau 18 ym oder 35 pm = Der Liefernutzen-Rand wird, sofern
wenn maglich — Einreischutz in Form von _f Masse- bzw. Referenzlagen notwendig. ¢ Dicke des Flex-Materials (Polyimid) 50 ym kupferfreie Flache vorhanden ist, grund-
breiten Kupferbahnen einbringen Empfehlung: Kupfersffnungen: 0,3 mm pro Dicke der kaltverklebten Verstirkung aus FR4-Material 0,15 mm sétzlich auf Top und Bottom aufg’erastert.
flexibler Lotstopplack oder Deckfolie partiell aufgebracht 1 mm Kupferlange (bis 70 ym Cu-Dicke): Dicke des Klebers fir die Verklebung (Stiffener) 50 um Dies verhindert eine Verwdlbung hrer
Gesamtdicke der Leiterplatte: siehe Lagenaufbau 12%881 S;}H&%Eﬁ‘l’e";@f)zﬂ' Leiterplatte.
Blegeradius 3 m Der Liefernutzen-Rand, sowie die
Symbol Beschreibung ‘ Technischer Standard Maximale Anzahl Biegezyklen (unter Beriicksichtigung des Biegeradius) 100 komplette RUCkuseiFe bei.1 F-Autbauten
Leiterbreiten und Absténde siehe Seite 2 Lotbare Oberféchen chem. NiAu, cher. Sn \éV:Srgsif;r?t;UtndsatZ“Ch i ForcLack
A Minimaler Viapaddurchmesser (Teardrops empfohlen) siehe Seite 2 ULEIRL IR 22 B[ T .
B Enddurchmesser durchgehende Vias siehe Seite 2
C Abstand Cu — AuBenlage zu Starrflex-Ubergang (Bottom) > 300 pum
D Abstand Cu — Innenlage zu Starrflex-Ubergang > 500 pm m Flex-to-install Biegeradien: Einbaubiege-
E Abstand Leiterbahn zu Flexkontur > 300 um beanspruchung nach IPC-2223:
F Abstand freiliegendes Cu — auBerhalb des Starrlflex-Ubergangs > 300 pym -1 Kupferlage: Biegeradius mindestens
G Flexlack: Abstand freiliegendes Cu zu Starrflex-Ubergang (Top) > 1000 ym 10 x Gesamtdicke (IPC-2223 Punkt
H Lénge des Flexbereichs >5mm 52.4.2)
K Minimale Einstichbreite direkt am Flexbereich 1,6 mm
K Konturbearbeitung Flexbereich: Kein Kerben zuléssig! — bei anspruchsvolleren Einsatzoedin-
ZIF ZIF-Kontakte Dickentoleranz + 0,05 mm gungen bitten wir um Riicksprache
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Die UL-Kennzeichen
Folgende Datenblatter finden Sie

Die Kennzeichnung wird im Servicedruck oder Létstopplack eingebracht unter www.wedirekt.de
(sofern keine andere Stelle vorgegeben wird). Lagenaufbauten

Materialdatenblatter

In folgenden Fillen ist keine UL-Kennzeichnung méglich: Datenblatter Lotstopplack
m Bei offenliegendem Kupfer (ohne Oberflachenschutz) DRU Files
m Bei Flex und TWINflex® Leiterplatten

Toleranzen/Mechanik
Bohrungen Toleranzen C
Durckontaktierte Bohrungen +0,10/-0,05 mm Leiterbild Frasen Kerben
Nicht durchkontaktierte Bohrungen +0,10/-0,70 mm
Bohrung zu Bohrung ein Lauf +0,05/-0,05 mm Abstand Kupfer > 0,45 mm
zur Kontur =0,25 mm fiir LP Dicke 1,55 mm
Abstand Kupfer zur >0,25 mm
Frasen und Kerben Toleranzen NDK Bohrung umlaufend
Fréisen und Kerben nach DIN EN ISO 2768 mittel Hintere Reihe (von links nach rechts): Enrico Kracht, Christine Pless, Carola Unbehauen, Irendus Potyka,
Kontur zu NDK, Kontur gefrést +0,10/-0,10 mm Melanie Landwehr, Sabrina Wilske, Anna-Maria Ricca, Olesja Kanberger, Robert Balzer
Kontur zu NDK, Kontur gekerbt +0,15/-0,15 mm Vordere Reihe (von links nach rechts): Sarah Férster, Carina Harnisch, Julia Reiner, El Negro
Lochfeld Kontur Toleranzen
Kontur gefrést (0,50 — 6,00 mm) +0,10/-0,70 mm
Kontur gekerbt (0,50 — 6,00 mm) +0,15/-0,15mm
Kontur gefréast/gekerbt (6,00 — 30,00 mm) +0,20/-0,20 mm
Kontur gefrast/gekerbt (= 30,00 mm) +0,30/-0,30 mm
Leiterbild zu Bohrbild +0,10/-0,10 mm Die Highlights auf einen Blick

Bestellungen mit sofortiger Preisermittiung, rund um die Uhr
Prototypen ab 1 Stiick bis zu 16 Lagen, keine Einmalkosten
Hochste Qualitat in allen géngigen Technologien E-Mail: info@wedirekt.de
Kiirzeste Lieferzeiten ab 2 Arbeitstagen Hotline: ~ +49 7955 388807-333
Herstellung nach IPC A-600 Klasse 2
Die passende Schablone zur Leiterplatte
(Jbermenge zum halben Preis c¢/0 Wiirth Elektronik GmbH & Co. KG

15 % Rabatt auf Nachbestellungen Rudolf-Diesel-Str. 10
Qualifiziertes Service-Team 74585 Rot am See / Germany

Bonusprogramm mit attraktiven Prémien
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